Datenblatt zu HP-Master® Krimpovacie klieste pre ploché konektory a dutinky bez izolacie
HllpREss s boénym pripojenim vodic, 0,5 - 1,5 mm?

HP-Master® Krimpovacie klieste
pre ploché konektory a dutinky
bez izolacie s bocnym pripojenim
vodic¢, 0,5 - 1,5 mm?

Artikelnummer 11550

Gewicht 0.675kg
Slike so eksperimentalne.
Tehnicne specifikacije se lahko
razlikujejo in so predmet
sprememb.
Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

Rozsah lisovania 0,5 - 1,5 mm?
Dizka 250 mm

Typ balenia 1

Lisovacia forma Rollcrimppressung

Sirka konektora 6,3 mm
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Weitere Bilder
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